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1.1 Scopo Questo standard è una raccolta di requisiti visivi di accettabilità relativi alla qualità degli assemblaggi elettronici.
Questo Standard non fornisce criteri relativi alle sezioni metallografiche.

Questo documento descrive i criteri di accettabilità per la realizzazione degli assemblaggi elettrici ed elettronici. Storicamente,
gli standard relativi all’assemblaggio elettronico contenevano istruzioni più complete che trattavano i principi e le tecniche. Per
una maggiore comprensione in merito alle raccomandazioni ed ai requisiti contenuti in questo documento è possibile utilizzare
anche i documenti IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 e IPC J-STD-001.

I criteri definiti in questo standard non sono stati concepiti né per definire i processi per la realizzazione dell’assemblaggio, né
per autorizzare riparazioni/modifiche o cambiamenti al prodotto del cliente. Per esempio, la presenza di un criterio riguardante
il fissaggio dei componenti elettronici mediante adesivo non implica/autorizza/esige il suo impiego, così come la descrizione
di un avvolgimento di un reoforo attorno ed un terminale in senso orario non implica/autorizza/esige che l’avvolgimento debba
essere eseguito secondo questa direzione.

Gli utilizzatori di questo standard dovrebbero essere bene informati sull’applicabilità dei requisiti contenuti nel documento e su
come applicarli.

L’evidenza oggettiva della dimostrazione di questa conoscenza dovrebbe essere mantenuta. Laddove l’evidenza oggettiva
non dovesse esserci, l’organizzazione dovrebbe considerare una periodica revisione dell’abilità del personale al fine che
questo possa applicare correttamente i criteri visivi di accettabilità.

L’IPC-A-610 include alcuni criteri che non sono contemplati nell’IPC J-STD-001, quali il maneggiamento, i requisiti meccanici
e altri requisiti di lavorazione. La Tabella 1.1 è un sommario dei documenti correlati a questo standard.

Tabella 1-1 Sommario dei Documenti correlati

Scopo del
Documento Standard Definizione

Standard di
Progettazione

IPC-2220 (Serie)
IPC-7351
IPC-CM-C770

Requisiti di progettazione comprendenti tre livelli di complessità (Livelli A,B e C),
che interessano geometrie più sottili, maggiori densità, un numero maggiore di fasi
di processo per la realizzazione del prodotto.
Linee guida per i componenti ed i processi di assemblaggio atte ad assistere
nella progettazione dei circuiti stampati (PCB’s) e nell’assemblaggio. Il processo di
realizzazione dei PCB si focalizza sulle piazzole per il montaggio superficiale, mentre
l’assemblaggio si interessa dei principi di montaggio superficiale e nei fori, che vengono
in genere inclusi nel processo di progettazione e nella documentazione.

Requisiti sui
Circuiti Stampati

IPC-6010 (serie)
IPC-A-600

Documentazione sui requisiti e l’accettabilità per I circuiti stampati rigidi, flessibili,
rigido-flessibili e altre tipologie.

Documentazione
del Prodotto Finito

IPC-D-325 La documentazione descrive i requisiti specifici dei prodotti finiti relativamente ai
circuiti stampati (PCB’s) progettati dal cliente, oppure ai requisiti del prodotto finale
dopo l’assemblaggio. I dettagli possono o meno fare riferimento alle specifiche
dell’industria, a standard di esecuzione, alle preferenze del cliente od ai requisiti
specifici interni di produzione.

Standard del
Prodotto Finito

IPC-J-STD-001 Requisiti per la saldatura degli assemblati elettrici ed elettronici, descrivendo sia le
caratteristiche minime d’accettabilità del prodotto finale che i metodi di valutazione
(Metodi di test), la frequenza dei test e le competenze necessarie per soddisfare i
criteri di controllo del processo.

Standard di
Accettabilità

IPC-A-610 Un documento per l’interpretazione visiva delle varie caratteristiche dei circuiti stampati
e/o degli assemblati, che mette in relazione, dove opportuno, condizioni superiori alle
caratteristiche minime d’accettabilità indicate per il prodotto finale e mette in risalto le
varie condizioni di fuori controllo (difettoso o indicatore di processo), in modo da assistere
il processo di valutazione degli ispettori al fine di stabilire la necessità di azioni correttive.

Programmi di
Addestramento
(Opzionale)

Requisiti di addestramento documentati per processi di insegnamento ed apprendimento,
procedure e tecniche per l’implementazione dei requisiti d’accettabilità sia per prodotti
finiti, per standard di accettabilità, o per requisiti dettagliati nella documentazione del
cliente.

Rilavorazione e
Riparazione

IPC-7711/7721 Documentazione che fornisce le procedure per la rimozione e la sostituzione del
conformal coating e dei componenti, la riparazione del solder resist, del laminato
di base, dei conduttori e dei fori metallizzati.
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L’IPC-AJ-820 è un documento di supporto che fornisce informazioni relative alla finalità dei contenuti di questa specifica
e chiarisce od amplia la comprensione tecnica dei limiti di transizione dai criteri di una condizione Target ad una condizione
Difettosa. Inoltre, vengono fornite informazioni supplementari che offrono una comprensione più ampia sulle considerazioni
del processo in funzione dei risultati, non comunemente distinguibili attraverso un metodo di valutazione visiva.

Le spiegazioni contenute nella IPC-AJ-820 dovrebbero essere utili per determinare le modalità di segregazione
delle condizioni identificate come Difettose, ed i processi associati alle condizioni Indicatori di Processo, così come
a rispondere a questioni relative il chiarimento nell’uso e nell’applicazione dei contenuti definiti da questa specifica.
Riferimenti contrattuali all’IPC-A-610 non impongono l’ulteriore applicazione del contenuto dell’IPC-AJ-820 a meno
che ciò non sia stato specificatamente dichiarato nella documentazione contrattuale.

1.2 Obiettivo Gli standard visivi contenuti in questo documento raffigurano criteri di altri standard IPC o di altre specifiche
connesse. Perché sia possibile applicare ed utilizzare quanto contenuto in questo documento, il prodotto o l’assemblaggio
deve essere conforme ad altri requisiti IPC, quali IPC-7351, IPC-2220 (Serie), IPC-6010 (Serie) ed IPC-A-600. Qualora
l’assemblaggio non soddisfi questi requisiti o altri equivalenti, allora il criterio di accettabilità deve essere definito tra
cliente e fornitore.

Le illustrazioni di questo documento raffigurano aspetti specifici richiamati nel titolo di ciascuna pagina. Segue una breve
descrizione delle illustrazioni. Non rientra negli scopi di questo documento descrivere tutte le procedure d’accettabilità per
quanto riguarda il posizionamento dei componenti o per l’applicazione del flussante o della lega brasante al fine di realizzare
una connessione elettrica; i metodi usati devono però produrre giunti di saldatura conformi ai requisiti di accettabilità descritti
in questo documento.

In caso di incongruenza, la descrizione od i criteri scritti prendono sempre la precedenza sulle illustrazioni.

1.3 Competenza del Personale Tutti gli istruttori, gli operatori e gli ispettori devono possedere una competenza
specifica in relazione alle operazioni che andranno a svolgere. Deve essere mantenuta un’evidenza oggettiva relativa
a questa competenza che deve essere disponibile in caso di verifica ispettiva. L’evidenza oggettiva dovrebbe includere le
registrazioni dell’addestramento realizzato in accordo alla mansione svolta, dell’esperienza lavorativa, degli esami relativi
a questo standard e/o i risultati di periodiche verifiche sulla competenza. Una formazione sul campo è accettabile purchè
ci sia una sorveglianza fino a che la relativa competenza non viene dimostrata.

1.4 Classificazione Le decisioni relative all’accettabilità od allo scarto devono essere basate su documentazioni applicabili
quali contratti, disegni, specifiche e documenti di riferimento. I criteri definiti in questo documento sono riferiti a tre classi,
descritte di seguito:

Classe 1 – Prodotti per l’Elettronica Generale

Includono prodotti impiegabili per applicazioni in cui il requisito principale rimane il semplice funzionamento del circuito
stampato assemblato.

Classe 2 – Prodotti Elettronici di Servizio Dedicati

Includono quei prodotti dove sono necessarie prestazioni di rilievo e di lunga durata e per i quali è auspicato, benché non
critico, un servizio continuativo. Tipicamente, l’ambiente operativo non dovrebbe causare difettosità.

Classe 3 – Prodotti Elettronici di Alta Affidabilità/Dure Condizioni Ambientali

Includono quei prodotti dove sono cruciali prestazioni continuative o su richiesta, dove non è tollerato il fermo macchina e
dove l’ambiente operativo può essere particolarmente severo e le attrezzature devono funzionare su richiesta, come per
quelle di supporto per la vita o altri sistemi critici.

Il cliente (utilizzatore) ha la responsabilità finale d’identificare in quale classe l’assemblaggio vada esaminato. Se l’utilizzatore
e il produttore non stabiliscono e documentano la classe di accettabilità, allora il produttore potrebbe fare ciò.
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